
Note: Installation instructions are not part of the Three Year Limited Warranty.

Remarque: Les instructions d’installation ne font pas partie de la garantie limitée de trois ans.

Nota: le istruzioni per l’installazione non sono contenute nella Garanzia limitata di tre anni.

Hinweis: Die Installationsanweisungen sind kein Bestandteil der beschränkten Dreijahresgarantie.

Nota: Las instrucciones de instalación no forman parte de la garantía limitada de tres años.

Observação: As instruções de instalação não fazem parte da garantia limitada de três anos.
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Boxed Intel® Pentium® 4 Processor Installation Notes

Before installing the processor, please consider integration issues found in the installation notes available on
the World Wide Web.

Avant d’effectuer l’installation du processeur, veuillez prendre en compte les indications d'installation 
explicitées dans les notes d'installation disponibles sur le Web

Prima di installare il processore, prendere in considerazione i problemi di integrazione riportati nelle note di
installazione disponibili su World Wide Web.

Vor der Installation des Prozessors sollten die Hinweise zur Integration beachtet werden, die im
Installationshandbuch (im Internet verfügbar) zu finden sind. 

Antes de instalar el procesador, tenga en cuenta las consideraciones de integración que se encuentran en las
notas de instalación disponibles en la World Wide Web.

Antes de instalar o processador, leve em consideração os problemas de integração encontrados nas notas sobre
a instalação, disponíveis na World Wide Web.

http://support.intel.com/support/processors
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B 

A C 

D 

Install the processor retention mechanism (A) following the motherboard manufacturer’s installation instruc-
tions. Open the socket handle (B). Install the processor by carefully aligning the pins to the socket (C). Close
the socket handle (D).

Installez le mécanisme de rétention du processeur (A) conformément aux instructions du mode d’emploi de la
carte mère. Relevez à fond le levier de verrouillage du socle hébergeant le processeur (B). Installez le
processeur en alignant précautionneusement les broches du processeur avec les alvéoles du socle et en respec-
tant le positionnement du processeur (C). Verrouillez, en l’abaissant, la poignée de socle (D).

Installare il meccanismo di fermo del processore (A) seguendo le istruzioni fornite dal produttore della scheda
madre. Aprire la leva del socket (B). Installare il processore allineando con cura i pin al socket (C). Chiudere la
leva del socket (D).

Den Prozessorhaltemechanismus (A) entsprechend den Anweisungen des Motherboard-Herstellers installieren.
Den Sockelhebel öffnen (B). Die Pins sorgfältig mit dem Sockel (C) ausrichten und den Prozessor einsetzen.
Den Sockelhebel wieder schließen (D).

Instale el mecanismo de retención del procesador (A) siguiendo las instrucciones de instalación del fabricante
de la motherboard. Abra el manija del socket (B). Instale el procesador alineando cuidadosamente los pines en
el socket (C). Cierre la manija del socket (D).
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Instale o mecanismo de retenção do processador (A) seguindo as instruções de instalação do fabricante da
placa-mãe. Levante a alavanca do soquete (B). Instale o processador alinhando cuidadosamente os pinos com o
soquete (C). Feche a alavanca do soquete (D).
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Fig. 1
mPGA478B

Fig. 2

The heatsink may have thermal interface material attached to the bottom as shown in Figure 1. (Be careful not
to damage the thermal interface material.) If not, use the enclosed syringe and apply all of the thermal interface
material to the top of the processor as shown in Figure 2.

Le bas du dissipateur thermique peut être équipé d’une couche en mousse pour une meilleure interface thermique
(faites attention à ne pas l’endommager). Si cette couche en mousse n’existe pas, réalisez cette interface 
thermique à l’aide de la seringue fournie dans la boîte. Appliquez l’intégralité de son contenu sur la partie
supérieure du processeur, comme indiqué sur la Figure 2.

Sul fondo del dissipatore di calore potrebbe essere stato applicato il materiale dell’interfaccia termica come
illustrato nella Figura 1 (fare attenzione a non danneggiare il materiale dell’interfaccia termica). Qualora non
sia stato applicato, utilizzare la siringa fornita in dotazione ed applicare il materiale dell’interfaccia termica
sulla parte superiore del processore come illustrato nella Figura 2. 
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Befindet sich an der Unterseite des Kühlkörpers eine Schicht Wärmeleitpaste (siehe Abbildung 1), sollte
sorgfältig darauf geachtet werden, dass diese nicht beschädigt wird. Ist keine Wärmeleitpaste vorhanden, den
gesamten Inhalt der beiliegenden Spritze (Wärmeleitpaste) auf der Oberseite des Prozessors auftragen (siehe
Abbildung 2).

El disipador térmico puede tener material de interfaz térmica adherido en la parte inferior como se muestra en
la Figura 1. (Tenga cuidado de no dañar el material de interfaz térmica.) Si el disipador no tiene este material
adherido, use la jeringa adjunta y aplique todo el material de interfaz térmica en la parte superior del proce-
sador como se muestra en la Figura 2.

O dissipador de calor poderá ter um material térmico de interface afixado na parte de baixo, conforme mostra a
Figura 1. (Cuidado para não danificar o material térmico de interface.) Se não tiver, use a seringa incluída para
aplicar todo o material térmico de interface na parte superior do processador, como mostrado na Figura 2.
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Align the heatsink and clip assembly with the retention mechanism and place it on the processor. The heatsink
is symmetrical. With the clip levers in the up position (E), push down on all four clip frame corners to secure
to the retention mechanism hooks (F). Close the clip levers (G). (Levers require force to be completely closed.)

G 
1 

2 

E 

F 

Equipez le dissipateur thermique avec son cadre de fixation. Alignez l’ensemble avec le mécanisme de rétention
du processeur et installez-le sur le processeur. Relevez les leviers du cadre de fixation (E), appuyez sur les 4
coins du cadre de fixation pour permettre aux ergots de se bloquer dans les crochets du mécanisme de rétention
(F). Abaissez les leviers du cadre de fixation (G) pour bloquer définitivement le dissipateur thermique (une
pression certaine est requise pour cette opération).

Allineare il gruppo del dissipatore di calore e dei fermagli con il meccanismo di fermo e poggiarlo sul proces-
sore. Il dissipatore di calore è simmetrico. Con le leve dei fermagli sollevati (E), spingere in basso su tutti e
quattro gli angoli del telaio provvisti di fermagli per fissare il gruppo ai ganci del meccanismo di fermo (F).
Chiudere le leve del fermaglio (G) (è necessario applicare una certa forza per chiudere completamente tali leve).  
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Den Kühlkörper und die Klemmeneinheit mit dem Haltemechanismus ausrichten und auf dem Prozessor auf-
setzen. Der Kühlkörper ist symmetrisch. Die Klemmenhebel in die obere Position bringen (E) und auf alle vier
Ecken des Klemmenrahmens gleichmäßigen Druck ausüben, bis dieser in die Häkchen des Haltemechanismus
(F) einrastet. Die Klemmenhebel (G) schließen (kräftig nach unten drücken, bis die Hebel vollständig
geschlossen sind). 

Alinee el disipador térmico y la unidad de clip con el mecanismo de retención y colóquelo sobre el procesador.
El disipador térmico es simétrico. Teniendo las palancas del clip en la posición hacia arriba (E), presione hacia
abajo en las cuatro esquinas del armazón del clip para fijarlo en los ganchos del mecanismo de retención (F).
Cierre las palancas del clip (G). (Es necesario hacer un poco de fuerza para cerrar completamente las palancas.) 

Alinhe o dissipador de calor e o clipe de fixação com o mecanismo de retenção e coloque-o sobre o processador.
O dissipador de calor é simétrico. Com as alavancas do clipe na posição superior (E), pressione os quatro cantos
do clipe para afixá-lo aos agarres do mecanismo de retenção (F). Feche as alavancas do clipe (G). (É
necessário força para fechá-las completamente.)
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Connect the processor fan cable connector (H) to the motherboard header.

H 

Branchez sur la carte mère le connecteur du câble de ventilateur (H).

Collegare il connettore del cavo della ventola del processore (H) alla presa sulla scheda madre.

Den Stecker des Prozessorlüfters (H) mit dem entsprechenden Sockel am Motherboard verbinden.

Conecte el conector del cable del ventilador del procesador (H) a la cabecera de la motherboard.

Conecte o terminal do cabo da ventoinha do processador (H) ao conector da placa-mãe.
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Notes:
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